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(股票代码: 03315.HK) 

 

金邦达公布 2018 年中期业绩 
* * * * * * 

期内全面收入总额人民币 8656 万元，同比增长 7.1% 

持续稳健派息，中期每股派息 4.0 港仙，派息率达 33% 

 

（二零一八年八月十七日，香港）金邦达宝嘉控股有限公司（「金邦达」或「集团」，股票代

码：03315. HK）公布截至二零一八年六月三十日止之六个月（「期内」）之中期业绩，期内

全面收入总额约人民币 86.56 百万元，同比增长约 7.1%，宣派中期股息每股 4.0 港仙。 

 

2018 年上半年，受市场竞争影响，标准化支付卡产品市场价格有所下降，但集团通过芯片

多元化发展、加大时尚产品及平台和服务业务推广等有效措施，保持了稳健的盈利能力，录

得营业额约人民币 6.33 亿元，同比下降约 8.4%。经营利润率约 17.5%，继续保持行业领先

位置。研发投入继续增加，其他运营开支管控良好并有所下降。美元兑人民币走强对本集团

汇兑收益带来正面影响。期内全面收入总额同比提升近 7.1%，至约人民币 86.56 百万元。 

 

2018 年上半年，中国经济的持续增长以及支付卡应用场景的不断创新，有效带动了市场对

于支付卡产品的需求，集团进一步巩固了中国智能安全支付产品市场引领者的地位。在全球

过千家银行客户的信任和支持下，支付卡出货量保持持续增长。其中，中国银联支付 IC 卡

出货量继 2015 年上半年中国大规模 IC 卡迁移高峰之后再创新高。 

 

个性化消费趋势正在推动和加速整个支付卡产业的升级迭代，个性化支付产品的蓬勃发展给

集团带来了更大的发展空间。期内，凭借在时尚设计及技术创新等领域的差异化竞争优势，

集团坚定执行既定策略，大力推进个性化时尚产品。从 IP 信用卡到 AR信用卡，众多个性化

产品均受到市场欢迎，有效提升了产品整体附加值水平，从而部分缓解市场价格下降的压力，

产品升级成效正在逐步显现。 

 

集团高度重视研发工作，研发投入连续五年保持增长，过去五年的研发成本复合增长率约

30.7%。在中国芯战略的指引下，金邦达已经成为中国国产芯片商业应用的倡导者和推动者。

2018 年上半年，集团成功推出全球首款基于中国国产芯片的 EMV 产品，开启了中国芯片产

品进军海外市场的大幕。同时，集团也在区块链应用、物联网、安全算法和智能银行等多个

领域进行了前瞻性研发和产品储备。期内研发成本同比增长近 5.2%，达到约人民币 51.8 百

万元。 
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基于稳健的经营能力和财务状况，集团现金规模持续增加，合计现金近人民币 14 亿元，净

资产亦增至近人民币 20亿元，保持着雄厚资金实力。 

 

展望未来，聚焦三个方向 

 

持续推进业务升级，加速“平台”发展战略 

互联网思维所激发的个性化消费趋势正在推动和加速整个支付卡产业的升级迭代，支付卡的

持卡人和发卡机构的关注焦点已加速向支付功能之外更广泛的领域延伸。与此同时，随着中

国消费信贷的快速发展，信用卡作为最有优势的产品之一，在银行零售收入的贡献亦日益上

升，支付卡的获客与聚客手段均显得更为重要。集团将顺应市场发展趋势，加速“平台”发

展战略，致力将平台打造成为紧密连接银行解决方案和终端用户(消费者)偏好的重要桥梁，

从而在支付卡向个性化时尚产品迭代发展过程中再次取得领先优势。 

 

推进国际市场发展战略 

集团已进一步调整国际市场组织架构，吸纳来自全球顶尖公司的各类优秀海外人才。在国际

市场的拓展中，将充分实施“解决方案”与“平台”的战略思路，打破地域的限制，实现快

速发展的目标。同时，集团也将进一步推动中国国产芯片在海外市场的布局。 

 

加速金融智能设备及解决方案发展，扩展业务领域 

全球范围内对于金融智能设备的需求保持快速的增长趋势，集团将在这一领域持续加大投入，

充分运用生物识别、人像识别及人机对话技术等创新科技，满足金融机构的一体化、场景化

定制需求。同时，集团亦将加速智能设备领域的资本投资和策略性开放合作。 

  – 完 – 

 

 

关于金邦达（股票代码：03315.HK） 

凭借 25 年的成功经验与全球领先技术,以「让交易更安全、更便捷」为使命，金邦达主要为

全球客户提供智能安全支付领域的嵌入式软件、安全支付产品和智能金融自助设备,同时依

托创新金融科技，为金融、政府、卫生、交通、零售等广泛领域客户提供数据处理服务、系

统平台及其他整体解决方案。 

 

如欲查询更多资料，请浏览网址：http://www.goldpac.com 

如欲索取进一步资料，请电邮： goldpac@goldpac.com 
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